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(54)【発明の名称】 液晶表示素子とその製造方法

(57)【要約】
【課題】  メインシールの外側での電極間で電界腐蝕が
発生しないようにした液晶表示装置を提供すること。
【解決手段】  透明基板１、２の間の画素領域に液晶を
封入したＬＣＤ３を設け、コモン電極が設けられた基板
１の周辺部に液晶封入領域を区画するメインシール１１
を形成し、対向するセグメント電極が設けられた基板２
の端部に基板１のコモン電極に導通するための電極用配
線を設け、該電極用配線上に導電性ペースト１２を塗布
して基板１上のシール剤の塗布領域と基板２上の導電性
ペースト１２領域をそれぞれプレキュアさせた後、両基
板１、２間にスペーサを散布して重ね合わせ、硬化処理
してシール剤で導電性ペースト１２を被覆する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  表面上に第１の画素電極が設けられた第
１の基板と、
表面上に第２の画素電極が設けられた第２の基板と、
前記両画素電極を対向配置してできる空間に液晶を密封
区画して表示領域を形成するための電気絶縁性のシール
部と、
前記第２の基板表面上の前記シール部より外側の非表示
領域に前記第２の画素電極のための第２配線電極と前記
第１の画素電極のための第１の配線電極とを有する液晶
表示素子において、
前記第１の基板の画素電極は前記電気絶縁性シール部に
埋設された導電性ペースト電極を介して前記第１の配線
電極に導通するように形成されており、前記第２の基板
の画素電極は前記第２の配線電極と一体的に形成されて
いることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項２】  前記導線性ペースト電極の母材および前
記電気絶縁性のシール部材は、エポキシ樹脂で形成され
ており、導電性ペースト電極は銀粒子またはカーボン粒
子を含有することを特徴とする請求項１記載の液晶表示
素子。
【請求項３】  前記第１の画素電極はコモン電極であ
り、前記第２の電極はセグメント電極であることを特徴
とする請求項１または２の液晶表示素子。
【請求項４】  １）第１の基板表面の表示領域形成用部
位に第１の画素電極を形成する工程、
２）第２の基板表面の表示領域に第２の画素電極を形成
し、非表示領域形成用部位に第２の画素電極と一体的に
連なる第２の配線電極および第１の画素電極用の第１の
配線電極を形成する工程、
３）第１の基板および第２の基板のそれぞれの画素電極
を設けた面に液晶配向膜を形成する工程、
４）第１の基板と第２の基板の間であって、前記表示領
域形成用部位に液晶を密封し、得られる表示領域を非表
示領域と区画するための電気絶縁性のシール部となる熱
硬化性樹脂を、第２の基板に塗布し、プレキュアする工
程、
５）第１の基板表面に熱硬化性樹脂を母材とする導電性
ペースト電極を前記シール部対応部位にスポット的に塗
布し、第２の基板表面に形成した前記熱硬化性樹脂より
も硬度が大きくなるようにプレキュアする工程、
６）第１の基板と第２の基板を、前記導電性ペースト電
極が前記電気絶縁性シール部内に貫入埋設するように貼
り合わせ、その後シール部材を熱硬化処理する工程によ
り、第１画素電極と第１の配線電極を前記導電性ペース
ト電極を介して電気的に接続する工程、
を含む液晶表示素子の製造方法。
【請求項５】  前記第１の基板に設ける導電性ペースト
電極の母材および第２の基板表面に設けるシール部材を
エポキシ樹脂とすることを特徴とする請求項４記載の液
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晶表示素子の製造方法。
【請求項６】  導電性ペースト電極の母材の１５分加熱
で硬化に要する温度が１２０℃以下、シール部材の１５
分加熱で硬化に要する温度が１３０℃以上となるように
前記熱硬化性樹脂を選択することを特徴とする請求項５
記載の液晶表示素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示素子とそ
の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、液晶表示素子としては透明基板間
に表示用の液晶を充填した液晶表示素子（以下、液晶表
示部又はＬＣＤということがある）が知られている。Ｌ
ＣＤをＬＳＩ（ＩＣ）で駆動する液晶表示素子（以下Ｌ
ＣＭ又はＬＣモジュールということがある）を図５の斜
視図に示す。
【０００３】ＬＣＭは、それぞれ透明電極を構成する配
線を施した表基板１と裏基板２を重ね合わせ、該両基板
１、２の間にシール部材で区分された画素領域内に液晶
を封入した液晶表示部（ＬＣＤ）３と、該ＬＣＤ３から
の配線に接続した金属銅製の配線５、６をポリイミド樹
脂などの合成樹脂フィルムからなる回路基板上に形成
し、前記金属銅の配線５、６を集合化した領域に、前記
ＬＣＤ３のＩＴＯ透明画素電極の導通制御をするＬＳＩ
（ＩＣ）７を図示しない導電性ペーストを含むＡＣＦ
（Anisotropic Conductive Film）を介して接続した回
路基板部８とからなる構成である。前記両基板１、２は
透明ガラス又は透明樹脂板から構成される。
【０００４】前記回路基板部８上のＬＳＩ（ＩＣ）７の
電極配線は異方性導電膜（図示せず）などを介して電源
側に接続する構造になっているが、図５に示す構成では
ＬＳＩ７が合成樹脂フィルム上にあることから、チップ
オンフィルム（Chip on Film）モジュールということが
ある。
【０００５】また、図６には図５に示すＬＣＤ３のアク
ティブエリア３ａとビューイングエリア３ｂとＬＳＩ７
及び電極配線などの平面図を示し、図７には図５に示す
ＬＣＤ３のコモン電極とセグメント電極を示す。図５、
図６に示す電極用配線５、６は前記ＬＣＤ３のコモン電
極とセグメント電極にそれぞれ接続する回路基板部８上
に設けられる。
【０００６】ＬＣＤ３は、例えば１６本のセグメント電
極（ＳＥＧ１～１６）と、前記セグメント電極に直交す
る１６本のコモン電極（ＣＯＭ１～１６）をそれぞれ透
明基板１と透明基板２に配置している。
【０００７】そして、コモン電極とセグメント電極はＩ
ＴＯ製の透明電極からなり、例えばセグメント電極が透
明基板１上に配線され、コモン電極は透明基板２上に配
線される。そしてセグメント電極は銅製の電極用配線５
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に、コモン電極は銅製の電極用配線６にそれぞれ接続さ
れ、配線５、６を介してそれぞれ回路基板部８の１個の
ＬＳＩ７で通電制御される。
【０００８】このとき、ＬＣＤ３の１６本のセグメント
電極は図６に示すようにＬＣＤ３のビューイングエリア
３ｂ内を通り、回路基板部８に設けられた電極用配線５
を介してＬＳＩ７に接続され、ビューイングエリア３ｂ
内で直角に折り曲げられ透明基板１上に配線されてい
る。また、透明基板２に配置される電極配線６がコモン
電極として用いられるが、コモン電極はＬＣＤ３のアク
ティブエリア３ａ内を通ってＬＳＩ７に接続される。
【０００９】また、ＬＳＩ７とＬＣＤ３の間を接続して
いる回路基板部８は、フレキシブルな導電性ケーブルで
構成されているので折り曲げることができ、図示しない
がＬＣＤ３の裏側にＬＳＩ７を配置することができる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】上記構成からなる液晶
表示装置において、ＬＣＤ３は２枚の透明基板１、２の
間に挟まれた液晶が外部に漏れだしたり、水分や汚れ等
によって特性等が変化することを防ぐためにシール部材
であるメインシール１１と呼ばれる樹脂によって透明基
板１、２の間に壁を作り、外的要因からの影響を少なく
している。
【００１１】また、液晶表示装置は、透明基板１と透明
基板２にそれぞれ配置されているセグメント電極とコモ
ン電極間で電界がかかった箇所の液晶分子を動かすこと
で光量を変化させて表示をさせる装置であり、通常、電
界は上下の透明基板１、２間にかけられるが、メインシ
ール１１の外側で①透明基板１、２の透明電極が重なる
部分または②前記透明電極の端子間が狭くて電圧差が生
じる部分に不純物や水分等の導電性物質が付着すること
で通電し、電界腐蝕または電蝕と呼ばれる不具合が発生
することが知られている。この電蝕が発生した場合は液
晶表示に異常が生じるため、液晶表示装置をディスプレ
イとしては使用できなくなる。
【００１２】図８の透明基板１、２の内で透明基板２を
取り外した状態のメインシール１１と電極端部を示す平
面図と図８のＡ－Ａ線断面図（透明基板２を含む）であ
る図９で上記不具合を説明する。
【００１３】透明基板１上に設けられたメインシール１
１と該シール１１の外側に設けられているコモン電極導
通部である導電性ペースト１２の間にできた空間Ｓに水
分が貯まると、前記水分がＩＴＯ透明電極のリード部を
還元劣化（電気腐蝕）させ、透明電極配線の電気抵抗を
増大させ、さらには断線させることがある。
【００１４】透明基板１上の端部には該透明基板１上に
配線されるセグメント電極用及び透明基板２に配線され
るコモン電極接続用のリード部１４も設けられている。
図８、図９に示す前記導電性ペースト１２は、透明基板
１と透明基板２との間に配置され、透明基板１の端部の
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リード部１４と透明基板２に配線されたコモン電極とを
導通させるために設けられる。前記導電性ペースト１２
はエポキシ樹脂に金の微粒子を分散させたものをスクリ
ーン印刷で塗布し、約１００℃で加熱硬化したものを用
いる場合が多い。また導電性ペースト１２には導通性保
持剤としてカーボン粒子を利用することもある。
【００１５】図８では、ＬＣＤ３の中央に１６本のコモ
ン電極（ＣＯＭ１～ＣＯＭ１６）が設けられ、その両方
の外側に各々８本ずつのセグメント電極（ＳＥＧ１～
８、ＳＥＧ９～１６）が配線されている。
【００１６】また透明基板１のリード部１４には該基板
１に設けられるセグメント電極接続用の配線の他に透明
基板２に配線されるコモン電極用配線が設けられてい
る。透明基板１に配線されるコモン電極用配線は導電性
ペースト１２を介して透明基板２のコモン電極に接続さ
れる。
【００１７】従来は、加工精度を上げることで図５に示
す上下の透明基板１、２の電極（セグメント電極及びコ
モン電極）が重なる部分を少なくしたり、水分が電極に
付着しないように撥水性の材料を塗布する方法又は硬化
後の収縮の少ない熱硬化型合成樹脂またはＵＶ硬化型合
成樹脂を各電極間に塗布して絶縁し、水分が電極に付着
しないようにする方法が採用されてきたが、これらの対
策のための工数が複雑で、工程が多くなり、効率的でな
かった。とくに硬化型合成樹脂は樹脂収縮によりパネル
の透明基板が歪み、ディスプレイパネル内に気泡が生じ
るような不具合が発生する可能性が高くなる欠点があ
る。
【００１８】また、図９及び図８のＢ部拡大図である図
１０に示すがメインシール１１と導電性ペースト１２の
間には空間Ｓがあり、ここに水分が溜まり、ＩＴＯ電極
材料を腐食させることがあり、ＩＴＯの還元で金属成分
が金属化して抵抗が高くなり、熱を発生し、断線に近い
状態になることがあった。
【００１９】本発明の課題は、メインシールの外側での
電極間で電界腐蝕が発生しないようにした液晶表示装置
を提供することである。
【００２０】
【課題を解決するための手段】本発明の上記課題は、次
の（１）、（２）の構成で解決される。
（１）表面上に第１の画素電極が設けられた第１の基板
と、表面上に第２の画素電極が設けられた第２の基板
と、前記両画素電極を対向配置してできる空間に液晶を
密封区画して表示領域を形成するための電気絶縁性のシ
ール部と、前記第２の基板表面上の前記シール部より外
側の非表示領域に前記第２の画素電極のための第２配線
電極と前記第１の画素電極のための第１の配線電極とを
有する液晶表示素子において、前記第１の基板の画素電
極は前記電気絶縁性シール部に埋設された導電性ペース
ト電極を介して前記第１の配線電極に導通するように形
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成されており、前記第２の基板の画素電極は前記第２の
配線電極と一体的に形成されている液晶表示素子。
【００２１】（２）１）第１の基板表面の表示領域形成
用部位に第１の画素電極を形成する工程、２）第２の基
板表面の表示領域に第２の画素電極を形成し、非表示領
域形成用部位に第２の画素電極と一体的に連なる第２の
配線電極および第１の画素電極用の第１の配線電極を形
成する工程、３）第１の基板および第２の基板のそれぞ
れの画素電極を設けた面に液晶配向膜を形成する工程、
４）第１の基板と第２の基板の間であって、前記表示領
域形成用部位に液晶を密封し、得られる表示領域を非表
示領域と区画するための電気絶縁性のシール部となる熱
硬化性樹脂を、第２の基板に塗布し、プレキュア（半硬
化）する工程、５）第１の基板表面に熱硬化性樹脂を母
材とする導電性ペースト電極を前記シール部対応部位に
スポット的に塗布し、第２の基板表面に形成した前記熱
硬化性樹脂よりも硬度が大きくなるようにプレキュア
（半硬化）する工程、６）第１の基板と第２の基板を、
前記導電性ペースト電極が前記電気絶縁性シール部内に
貫入埋設するように貼り合わせ、その後シール部材を熱
硬化処理する工程により、第１画素電極と第１の配線電
極を前記導電性ペースト電極を介して電気的に接続する
工程を含む液晶表示素子の製造方法。
【００２２】前記導電性ペースト電極の母材の１５分加
熱で硬化に要する温度が１２０℃以下、シール部材の１
５分加熱で硬化に要する温度が１３０℃以上となるよう
に前記熱硬化性樹脂を選択しても良い。また、前記第１
の画素電極はコモン電極とし、前記第２の電極はセグメ
ント電極とすることができる。
【００２３】こうして、特殊な装置を追加・使用するこ
となく現行装置にて製造が可能であり、作業工数を増加
せずにメインシール剤のデザインを変えるだけで電蝕と
呼ばれる不具合を無くすことができる。
【００２４】また、電気絶縁性シール部材の硬化の温度
や時間は、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール
樹脂など樹脂の種類によって異なり、またたとえば同じ
エポキシ樹脂であっても分子構造の架橋部分の多少によ
り、生じる三次元編目構造の粗密を調整でき、それによ
り硬化温度や時間を調整することが出来る。導電性ペー
スト電極の硬化は、さらに母材としての樹脂のなかに含
有される導電性微粒子の含有割合によって影響を受け
る。通常両者の樹脂は、スクリーン印刷によるシール部
の形成のし易さ、ガラスおよび透明電極との密着性をよ
くする観点から、エポキシ樹脂が好ましい。また、ガラ
スを貼り合わせ、導電性ペースト電極をその形状をほぼ
維持しながら電気絶縁性シール部を押し広げるようにし
てその内部に貫入させ、電気絶縁性シール部からはみ出
さないようにするための両者の硬さの調整は、プレキュ
ア（半硬化）工程で行われる。
【００２５】前記導線性ペースト電極は銀粒子またはカ
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ーボン粒子を含有する構成でも良い。
【００２６】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について図面
と共に説明する。
【００２７】
【実施例】本実施例の液晶表示素子（ＬＣモジュール）
の透明基板２を取り外して、透明基板１の表面を見た平
面図を図１に示し、その一部（円Ｂ部分）拡大図を図２
に示し、図２のＡ－Ａ線矢視図を図３に示す。図１～図
３には透明基板１、２上に配置される透明電極６（コモ
ン電極）を図示している。
【００２８】また、図２に示すように導電性ペースト１
２は円柱状であり、図３に示すように透明基板１、２上
に配置される透明電極６の間を導電性ペースト１２が橋
架け状に接続している。また、図２に示す二つの透明電
極６間の幅は０．４ｍｍ～１．０ｍｍ、電極間距離は
０．１ｍｍ以上（特に上限はないが、表示の精度により
数ｍｍ程度の間隔とすることがある。）、２枚の透明基
板１、２間距離は液晶層ギャップで４～１９μｍであ
り、メインシール１１の幅は１～１．５ｍｍ、導電性ペ
ースト１２の直径は０．５～１ｍｍである。
【００２９】本実施例の特徴は、導電性ペースト１２の
透明基板と接触する面を除く外周面がメインシール１１
で覆われて、外部に導電性ペースト１２が露出していな
いことである。このため従来技術の問題点であるメイン
シール１１の外側で、①上下透明基板１、２の透明電極
６が重なる部分または②電極６の端子間が狭くて電圧差
が生じる部分に不純物や水分等の導電性物質が付着する
ことで通電し、それにより電界腐蝕または電蝕と呼ばれ
る不具合が発生するおそれが全く無い。
【００３０】上記導電性ペースト１２をシール剤で覆う
製法について、図４で説明する。
【００３１】ガラス素板の準備：第１および第２の基板
のガラス素板としてよく洗浄した１．１ｍｍ厚味のソー
ダライムシリカ組成のフロートガラス板に、アルカリ溶
出防止ＳｉＯ

2
膜をスパッタ法で２０ｎｍ、ＩＴＯ膜を

スパッタ法で２０ｎｍ被覆した導電膜付ガラス板を用い
た。ＩＴＯ膜の表面抵抗は１００Ω／平方であった。
【００３２】工程１．電極の形成：画素電極および配線
電極とするためのＩＴＯ電極加工（ＩＴＯ導電膜のパタ
ーニング）は６規定の塩酸と少量の硝酸を混合したエッ
チング液とマスキングレジストを用いるフォトリソグラ
フ法により行った。電極幅３００μｍ、電極間距離１０
０μｍのストライプ状の電極を３２本作成した。
【００３３】工程２．液晶配向膜の塗布・硬化：電極を
形成した面基板上にポリイミド前駆体のアルコール溶液
（日産化学工業（株）製サンエバーＳＥ－６１０）を塗
布し、３００℃、５分間の加熱処理によりポリイミド前
駆体の加熱硬化膜とした。
【００３４】工程３．ラビング処理：ポリイミド膜をラ



(5) 特開２００３－２２８０７６

10

20

30

40

50

7
シャ布によりラビング処理をして液晶配向膜とした。
【００３５】工程４Ａ．シール部材の調合：三井東圧化
学株製のエポキシ樹脂（ストラクトボンドＥＳ－７５０
０）にシリカ柱状スペーサー（日本電気硝子（株）製マ
イクロ・ロッドＰＦ）を分散させてスクリーン印刷用の
インキとした。
【００３６】工程４Ｂ．導電性ペースト電極材の調整：
エポキシ樹脂を母材とする日本黒鉛株製の導電性ペース
ト（エブリオーム８００ＰＴ）に導電性スペーサー（積
水ファインケミカル（株）製ニッケルミクロパール）を
分散させてスクリーン印刷用のインキとした。
【００３７】工程５Ａ．シール部材の塗布：スクリーン
印刷機の位置機構により予め定めた位置にガラスをセッ
トし、ガラス板の四つの周辺に沿い、液晶注入部となる
１箇所を除いて、シールの厚味が７５μｍ、幅が２２５
μｍの工程４Ａ．で調整したインキをスクリーン印刷し
て第１の基板を得た。
【００３８】工程５Ｂ．導電性ペースト電極の塗布：ス
クリーン印刷機の位置機構により予め定めた位置にガラ
スをセットし、ガラス板の周辺部の所定位置に高さが７
５μｍ、直径が３００μｍの円柱状の工程４Ｂ．で調整
したインキをスクリーン印刷して第２の基板を得た。
【００３９】工程６Ａ．第１の基板のプレキュア：１０
０℃、１３分でプレキュア（半硬化）を行った。このと
きのシール剤は柔らかく尖った鉛筆を押し当てると容易
に内部に貫入する状態であった。
【００４０】工程６Ｂ．第２の基板のプレキュア：１０
０℃、１３分でプレキュア（半硬化）し、導電性ペース
ト電極とした。この導電性ペースト電極は硬く尖った鉛
筆を押し当てても容易に貫入しなかった。
【００４１】工程７．スペーサ散布：直径５μｍのエポ
キシ樹脂製マイクロビーズ（積水ファインケミカル
（株）製ミクロパールＳＰ）をイソプロピルアルコール*
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*（ＩＰＡ）と純水の混合液を用いてガラス基板上に噴霧
し、アルコールと純水を揮発させた。
【００４２】工程８．ガラス基板の貼り合わせ：光学レ
ンズによりガラス基板の所定位置に付与されたマークを
観察しながら位置合わせする貼り合わせ機のペース台の
上に第１のガラスの基板を載置し、その上に予め定めら
れた位置に第２のガラス基板を載せて上部から加圧し、
第１のガラス基板に形成した円柱状の導電性ペースト電
極が、第２基板のシール部を押し分けるように貫入し埋
設させた。これにより、液晶を封止する表示部の区画を
形成した。
【００４３】工程９．シール部材の加熱硬化：３ｋｇ／
ｃｍ2の加圧下で１７０℃、３３分の加熱により行っ
た。
【００４４】工程１０．液晶の注入：液晶の注入口か
ら、減圧した真空容器を用いる方法により２枚の基板間
の表示部に液晶を注入充填した。
【００４５】工程１１．注入口の封止：紫外線樹脂を注
入口に塗布し、紫外線照射により硬化した。
【００４６】このようにして得られたセグメント電極と
コモン電極（電極幅２００μｍ、電極間距離３０μｍ）
がそれぞれ１６本あるＬＣＤパネルについて電蝕発生試
験を行った。以下の試験結果は１０枚のパネルの平均値
であり、相対湿度９５％、温度８０℃で経過後における
ＬＣＤパネルを点灯表示させながら、表示不良の欠陥の
発生個数をカウントする。
【００４７】
【比較例】上記実施例とは、導電性ペースト電極をシー
ル部外側面から０．３７５ｍｍ離れた位置に形成したこ
とを除いて、同じようにして液晶表示素子を作製した。
【００４８】実施例と比較例の結果を表１に示す。
【００４９】
【表１】

【００５０】上記表１に示すように３２本電極があるパ
ネル１０枚で電蝕発生試験を実施したところ、本発明の
導電性ペースト１２をシール１１に埋設させたＬＣＤパ
ネルは、図１０に示すシール１１の外側に導電性ペース
ト１２を設けた場合に比較して、発生した電蝕数がほぼ
半分となった。
【００５１】上記本発明の実施の形態によれば、特殊な
装置を追加・使用したりせずに現行用いられている設備
を用いて作業工数を増加させずに電蝕の無い液晶表示装
置の製造が可能になる。
【００５２】また、本実施の形態によれば、ＬＣＤパネ

ルの液晶領域を囲うためのメインシール１１のデザイン
を変えるだけで、現行設備を使用したまま樹脂を充填さ
せ、電蝕を防ぐことができる。
【００５３】本実施の形態はメインシール１１のデザイ
ンの変更だけで電蝕対策ができるので、電蝕対策が短時
間で容易に行え、しかも新規品にも対応でき、新たな設
備を設ける必要がない。さらに作業工数も現状のままで
良いので、製造コストが高くならない。
【００５４】
【発明の効果】本発明によれば、メインシールの外側で
の電極間で電界腐蝕が発生しないようにした液晶表示装
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置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態の液晶表示装置の透明基
板の表面を見た平面図である。
【図２】  図１の円Ｂ部分の拡大図である。
【図３】  図２のＡ－Ａ線矢視図である。
【図４】  本発明の実施の形態の液晶表示装置の製作手
順を表すフロー図である。
【図５】  従来技術の液晶表示装置の斜視図である。
【図６】  図５に示すＬＣＤのアクティブエリアとビュ
ーイングエリアとＬＳＩ及び電極配線などの平面図であ
る。
【図７】  図５に示すＬＣＤのコモン電極とセグメント
電極を示す図である。 *

10
*【図８】  従来技術の液晶表示装置の一方の透明基板を
取り外した状態のメインシールと電極端部を示す平面図
である。
【図９】  図８のＡ－Ａ線断面図（両方の透明基板を含
む）である。
【図１０】  図８の円Ｂ部拡大図である。
【符号の説明】
１  表基板                  ２  裏基板
３  ＬＣＤ                  ３ａ  アクティブエリア
３ｂ  ビューイングエリア    ５、６  配線
７  ＬＳＩ                  ８  回路基板部
１１  メインシール          １２  導電性ペースト
１４  リード部

【図１】 【図２】 【図３】

【図４】

【図６】

【図１０】
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